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鉴定印制板组件焊盘坑裂的测试方法

1 范围

本文件提供了测试方法去评估印制板组装（PBA）材料的敏感性和关于表面贴装技术（SMT）的连接焊盘下方绝缘材料

接合失效的设计。本测试方法可以对不同的印制板的材料和设计参数进行排序和比较，但是并没有定义验收标准。

1.1 性能分类 本测试方法的指导方针认识到表面贴装组件（SMAs）将根据最终用途的性能要求而变化。虽然在IPC-

6011中定义了性能等级，但这些分类等级不能具体对应于所需的可靠性。随着本标准的出版，验收标准需要在客户和

供应商双方同意（AABUS）的基础上建立起来。

1.2 术语的定义 除了1.2.1节到1.2.4节另行规定的术语外，本文使用的所有术语的定义应当根据 IPC-T-50中规定。

1.2.1 BGA 球栅阵列封装。

1.2.2 元器件 封装完毕的半导体器件。

1.2.3 焊点/焊球 元器件和PBA之间的焊料互连。

1.2.4 焊盘坑裂 表面贴装元器件焊盘下方结合的（或粘合的）绝缘材料裂纹或者断裂，最常见的是球栅阵列封装。

1.3 说明 “应当”是动词的祈使态，用于本文件的任何地方都表示强制性的要求，如有足够数据判定是例外情况，则

可以考虑与“应当”要求的偏离。

“应该”和“可”用来表述非强制性的要求。“将”用于表述目的性的声明。为了帮助读者清晰辨认，“应当”用加

粗字体表示。

2 引用文件

下列文件适用且构成了本规范在此限定范围内的组成部分。这些文件的后续问题或者修订，也将成为本规范的一部

分。归入的类别，如IPC、联合行业标准及其它原始文件。

2.1 IPC1

IPC-T-50 电子电路互连与封装术语及定义

IPC-6011 印制板通用性能规范

2.2 电子器件工业联合委员会2

JESD22-B117A BGA焊球剪切

JESD22-B115 焊料球拉拔

1. www.ipc.org				     
2. www.jedec.org


